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【57】申請專利範圍
1.　一種粗化銅箔，係為使用於傳送高頻電訊號的印刷電路板的粗化銅箔，具備：基材，由
銅箔或銅合金箔製成；以及電鍍層，具有成長在前述基材的至少任一主面上的基底電鍍

層和成長在前述基底電鍍層上的粗化電鍍層，其中最終退火處理後的前述基材的電鍍層

成長面，利用 X線繞射分析法進行測量時，若將 X線對前述電鍍層成長面的入射角度設
為 θ，以 2θ/θ法測量所得之立方織構的峰值強度比設為 A，以 ω掃描測量所得之前述立
方織構的搖擺曲線的半寬高與積分寬度之比的面外配向比設為 B，從以 Φ掃描所得極點
圖算出之前述立方織構的半寬高與積分寬度之比的面內配向比設為 C時，係為以 A與 B
與 C之積表示的前述立方織構的總和配向率為 80%以上的面，而前述電訊號的頻率設為
f[GHz]時，前述電鍍層的厚度為 0.4μm以上 6.3/(f)1/2μm以下；前述電鍍層表面的十點平
均粗度(Rz)為 0.6μm以上 1.2μm以下。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的粗化銅箔，其中，前述電鍍層表面的十點平均粗度(Rz)為
0.6μm以上 0.8μm以下。

3.　一種粗化銅箔，係為使用於傳送高頻電訊號的印刷電路板的粗化銅箔，具備：基材，由
銅箔或銅合金箔製成；以及電鍍層，具有成長在前述基材的至少任一主面上的基底電鍍

層和成長在前述基底電鍍層上的粗化電鍍層，其中最終退火處理後的前述基材的電鍍層

成長面，利用 X線繞射分析法進行測量時，若將 X線對前述電鍍層成長面的入射角度設
為 θ，以 2θ/θ法測量所得之立方織構的峰值強度比設為 A，以 ω掃描測量所得之前述立
方織構的搖擺曲線的半寬高與積分寬度之比的面外配向比設為 B，從以 Φ掃描所得極點
圖算出之前述立方織構的半寬高與積分寬度之比的面內配向比設為 C時，係為以 A與 B
與 C之積表示的前述立方織構的總和配向率為 50%以上的面，而前述電訊號的頻率設為
f[GHz]時，前述電鍍層的厚度為 0.4μm以上 6.3/(f)1/2μm以下；前述電鍍層表面的十點平
均粗度(Rz)為 0.6μm以上 0.8μm以下。
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4.　如申請專利範圍第 1項至第 3項中任一項所述的粗化銅箔，其中，前述基底電鍍層係使
用含有機硫化物的電鍍液所形成。

5.　一種被銅積層板，具備：申請專利範圍第 1項至第 4項中任一項所述的粗化銅箔；以及
以與前述粗化銅箔的電鍍層成長面相接的方式設置的樹脂層。

6.　一種印刷電路板，係使用申請專利範圍第 5項所述的被銅積層板來形成。
圖式簡單說明

第 1圖為本發明一實施形態之粗化銅箔的示意剖面圖；第 2圖為顯示本發明一實施形態
之粗化銅箔所傳送的電訊號的頻率與表皮深度之關係的曲線圖；第 3圖為顯示本發明一實施
形態之粗化銅箔所傳送的電訊號的表皮距離與電流密度比之關係的曲線圖；第 4圖為顯示本
發明一實施形態之粗化銅箔所傳送的電訊號的頻率與表皮距離之關係的曲線圖；第 5圖為顯
示本發明一實施形態之粗化銅箔的製程流程圖；第 6圖為顯示本發明一實施例之基材的綜合
配向率與傳送損失之關係的曲線圖；第 7圖為顯示本發明一實施例之粗化電鍍層的表面粗度
(Rz)與傳送損失之關係的曲線圖；第 8圖為顯示本發明一實施例之粗化電鍍層的表面粗度(Rz)
與傳送損失之關係的曲線圖；第 9圖為顯示本發明一實施例的電訊號頻率與傳送損失之關係
的曲線圖；第 10圖為顯示發明一實施例之基材的綜合配向率與基底電鍍層厚度之關係的曲線
圖；以及第 11圖為顯示本發明一實施例之實效比介電常數與電鍍層的表面粗度(Rz)之關係的
曲線圖。
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